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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établis-
sement des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent &tre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant
les documents ci-dessous :

® Bulletin de la CEI
® Annuaire de 1a CEI

@  Catalogue des publications de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC Natio-
nal Committees and from the following IEC sources :

e IEC Bulletin
) IEC Yearbook

e  Catalogue of IEC Publw}ctie{s

Publig annuellement

Terminolpgie

En ce gui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera § la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI), qui est établie sous forme de cha-
pitres sépatés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index général
étant publi¢ séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent
étre obtenus sur demande.

Les termps et définitions figurant dans la présep
ont été soit|repris du VEI, soit spécifiquement approuvés au
de cette puplication.

— la Publjcation 27 de ta C
électrotechnique ;

— la Publication 617 d£la
schémass.

Les sympoles
ont été soit rel
spécifique:

*Etudes

Publicat;
Comite (}

Published yearly

Terminolog

erred to IEC Publica-
cabulary (IEV), which

hblished as a separate
bplied on request.

he present publication
have been specifically
on.

aphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbgls and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols tp be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 617 : Graphical symbqls for diagrams.

The symbols and signs contained in t
have either been taken from TEC Publicat]
been specifically approved for the purposg

he present publication
ons 27 or 617, or have
of this publication.

IEC publications prepared by the same

Technical Committee

L’attention du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la
couverture, qui énumeére les publications de 1a CEI préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists
1EC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TERMES ET DEFINITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS IMPRIMES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible

un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces

3) Daps le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que toys
leufs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ot
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale corte

&tre

Laj
Cd
Le

Les rappo
abouti a 'approha

A CEI: Circuits impr]

ation 194, parue en 1

R/égl%s&x ]\SIKIS\ \/l{apports de vote

~—_
N 52(BC) \/ 52(BC)250
@BQN 52(BC)296

tableau ci-dessus donnent toute information sug

ssais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme
Essai T: Soudure.

0): Matériaux de base pour circuits imprimés, Deuxiéme partie: Spécifications.

ités nationaux.

x adoptent dans

esJe permettent.
re du possible,

Imes.

975.

le vote ayant

partie: Essais —
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TERMS AND DEFINITIONS FOR PRINTED CIRCUITS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They haye-theform of recommendatians fo ittees in that
sense.

3) In ordellhto promote international unification, the IEC expresses the wish that all Nationa ittee i adopt the
text of the TEC recommendation for their national rules in so far as national condi will permit: ivergence
between| the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as fa ROSSI be clearly indicated
in the lafter.

This standard has been prepared by I EC Technic
This third edition replaces the second €diti

The text of this standard is based on the follo

Six Months’ I&Rle‘ QL\@@% on Voting
L
\5.{(CO)248 52(C0O)250
9 52(C0O)296

th Mval of this standard can be found in the Voting

Full informatm@n
Reports |ndicated ih t

The following 1 1 squoted in this standard:
Publications i

X

2\ (197Q): Base Materials for Printed Circuits, Part 2: Specifications.
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MEXAYHAPOIHASA SJIEKTPOTEXHUYECKA S KOMUCCUA

TEPMWHBI U OIIPEAEJIEHUSA IS ITIEYATHBIX CXEM

IMMPEAUCIIOBHUE

1) OduumansHbie pewienuss unu cornameHuss MO K mo TexHUYecKuM BOMPOCAM, [OATOTOBIICHHBIE TEXHUYECKUMMU
KOMHTETAMH, B KOTOPHIX IPENCTABJICHB BCE 3aHHTEPECOBAHHBIE HALMOHANBHBIC KOMMTETBI, BBIPAXKAIOT, IO
BO3MOXXHOCTH TOYHO, MEXXAYHAPOAHYIO TOUKY 3pEHUS B JaHHOH 001acTH. .

2) Ha z v v B O3TOM, BHIE
IPHHUMAKOTCS] HALMOHANBHBIMH KOMHTETAMH.

3)B alOHAJIbHEIC
KOM . %‘(OHLKO 3TO
ot} ek OMEeHIAIUIMHU
M3 1O, YIIOMSIHY ThI

B NYCACAHUX.

52 MOK «IlevaTibie cCXemMbI».
Hakrosimee Tperbe H3gaHue 3aMenseT uu 194, Bemyinenugii B 1975 r.

Tex

Hpa}ﬂ%’\!&MeéﬂH% MT 0 roJIOCOBaHUHU

N 52(LIB) V 52(L{B)250
é&pﬁ{m 52(L1B)296

OCT&J‘IBH}]I@ ANUEO MOKHO \1?11‘{13 OTYETE O TOJIOCOBAHUH, YKA3AHHOM B [BBIICIIPHBE-
JEHHPH TaOIHILIE.
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TERMES ET DEFINITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS IMPRIMES

INTRODUCTION

La liste des termes et des définitions ne se rapporte pas uniquement aux publications de la CE],
maijs rassemble les termes les plus couramment utilisés dans le domaine des circuits imprimeés.

TERMS AND DEFINITIONS FOR PRINT

INTRODUGTION

to\JEC publications,| but are

The listed terms and definitions are not speci
inth d efrcuits:

intended [to cover the most widely used fetms ip

TEPM; FNOHNPEAEJEHNSA JUISA IIEYATHBIX CXEM

Berymnne

Bxuros
OTHOCSTES K
TepMUHKI B 0671aC

oAy NyONMKanUI0 TEPMHHBI ¥ ONpeNelieHHs He o0sjaTesIbHO
onuramysiv MOK, ogHako OOBETWHSIOT HAMOOJEE IMIMPOKO HCIOIb3yeMble
€YaTHBIX CXEM.
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01-01

01-02

01-03

01-04

Generalites

Circuit imprimé

Terme généralement utilis€ avec
trois significations possibles au
moins :

a) Terme générique pour décrire
une certaine technique.

b) Circuit réalis¢ par impression,
comprenant des composants im-
primeés, un cablage imprime, ou
une combinaison des deux, le
tout formé selon un dessin pré-
établi ou rapporté sur la ou les
surface(s) d’un support commun.

¢) Circuit réalis¢é par impression,

_—8 —

General

Printed circuit

This term is in common use with at
least three meanings:

a) A generic term to describe a cer-
tain technique.

b) Circuit obtained by printing and
comprising printed components,
printed wiring, or a combination
thereof, all formed in a predeter-
mined design in, or attached to,
a surface or surfaces of a com-
mon base.

¢) Circuit obtained by printing and

194(3) ® CEI

OO6mue noustTus

IleuaTnas cxema

JaHHbll TEpMHH [PHHSAT IOBCE-
MECTHO, IO KpaliHell Mepe, ¢ Tpemst
3HAYCHISIMH

a) 9To obmit TepMHUH 1JIS OTIUCA-
HYsE OTIPEJIENICHHOTO METOA.

b) Cxema, nojyyeHHas IyTeM Ie-
YaTH U BKJIFOYAIOIIAs NEYaTHLIC
QJIEMEHTEI, TeYaTHhIH MOHTaX
WM uX KoMOWHaluio, obpaso-
BaHHBIC B IpEABAPUTENILHOMN
KOHCTPYKIMN WM TOACOenu-
HEHHBIE K TOBEPXHOCTHU (MJIIH MO-
BEPXHOCTSM) OOIIEr0 OCHOBA-
HUSL.

¢) CAemMaxIojlyueHHas: MyTeM [e-

comprenant un ciblage imprimé
et des composants convention-
nels, le tout disposé selon un
dessin préétabli ou rapporté sur
la ou les surface(s) d’un support
commun.

- C4blage imprime

Technique de cdblage par impres-
sign dans laquelle les connexions
enfre les composants d’un dispositif
éldctrique ou électronique ou d’une
ie de celui-ci, y compris les élé-

o g gg
-
-
w
[=N
o
=
=
=
o
)
1]
o
Q
=}
=
2,
@
ot
o

d’un matériau de bg
quelle tous les co
tignnels sont/s¢pard
isqlant.

e impression conductrice.

S i im€es sont divisées
i lon :

o

comprising printed wiring and
conventional components, all
arranged in a predetermined de-
sign in, or attached to, a surface
or surfaces of a common base.

Printed wiring

Printed board

Base material cut to size containing
all holes and bearing at least one
conductive pattern.

Printed boards are typically subdi-
vided according to:

[ast  nevYaTHBINA
HbIE 9JIEMEHTBI,
B TIpeABapw-
Y¥JIMH WM TTOJ1-
[MOBEPXHOCTH
cTsiM)  0DLero

TleyaTnblii MOHTAMN

Croco6 MoHTaxal mpu KOTOpoM
COCIUHEHUE DJIEMPHTOB JJIEKTPHU-
YECKOTO MJIH 3JI¢KTPOHHOIO  yC-
TPOWCTBA MIIH YACTH €ro, BKIIOYast
9KPaHHUPYIOIIME 3JIEMEHThI, BBIIOJI-
HEHbl ¢ MOMOIIbK] TOHKHMX Iledar-
HBIX MPOBOXHMKOR, HAXOJSLIMXCH
BHYTPHM MJIM NPUMRIEEHHLIX K HO-
BEPXHOCTU MaTepyajia OCHOBaHUH,
U B KOTOPOM BCE (}yHKIMOHAJIbHBIE
3E€MENTBI OTAENIEHb] OT MaTepuaa
OCHOBaHUSI.

IleuaTnas nnara

OcHoBaHue, COIEPKALIEE HEOOX0-
IUAMBIC OTBEPCTHUS| U 1O MeHbLIeH
Mepe, OMH NPOBOSILUI PHCYHOK.

INeuaTHsie LT, a‘[lbl noapasmeii-
SIOTCA ¢

— leur structure (c’est-a-dire simple
face, double face, multicouche)

—la nature du matériau de base
(c’est-a-dire : rigide, souple).

Carte imprimée simple face

Carte imprimée avec une image
conductrice d’un seul coté.

— their structure (e.g., single- and
double- sided, multilayers)

-—the nature of the base material
(e.g., rigid, flexible).

Single-sided printed board

Printed board with a conductive
pattern on one side only.

— IO CTPYKType (HanmpuMmep, OJIHO-
Y JIByCTOPOHHHE, MHOTOCJIOM-
HBIE) ;

— 10 IPUpOZAE MaTepnala OCHOBA-
Hust (HATpUMep, KeCTKHe, rub-
KHe).

OHIIOC’TOPOHHHH nevyaraast mniara

[MeyaTHas mnaTa ¢ HPOBOMAIUAM
PHCYHKOM TOJBKO HAa OJHOM CTO-
poHe.
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01-05

01-06

01-07

01-08

01-09

01-10

01-11

01-12

01-13

Carte imprimée double face

Carte imprimée avec des images
conductrices sur les deux cotés.

Carte imprimeée multicouche

Carte imprimée composée de
couches alternées d’impressions
conductrices et de matériaux iso-
lants avec des impressions conduc-
trices dans plus de deux couches, les
impressions étant éventuellement
interconnectées.

Carte imprimee rigide

—9 —

Double-sided printed board

Printed board with conductive pat-
terns on both sides.

Multilayer printed board

A printed board consisting of alter-
nate layers of conductive patterns
and insulating materials with con-
ductive patterns in more than two
layers and with the conductive pat-
terns interconnected as required.

Rigid printed board

Ilnycr OpOHHAA NEeYaATHAA I1aTa

MeuaTHas miata ¢ IPOBOMSILUAM
PHCYHKOM TOJBKO Ha BHEIIHHX
CTOPOHAX.

MHoroc/oitnasi ne4aTHas miaata

IMeuaTHas niata, COCTOSIIIIAs U3 Ye-
PEeOYIOIUXCS CJIOEB H30JIMPYIOLe-
ro MaTepHala ¢ NPOBOJSILLUMU PU-
CyHKaMu Ha IBYX U Donee ciosx,
MEXAY KOTOPBIMH BBIITIOJIHEHBI TpPe-
OyeMble COCIMHEHUSI.

/X(em:(an meyaTHas NIATa

Carte imprimée utilisant unique-
ment un matériau de base rigide.

Carte imprimée simple face rigide

Carte imprimée simple face utilisant
uniquement un matériau de base
rigide.

Carte imprimée double face rigide

Carte imprimée double face utili-
sant uniquement un matériau de
base rigide.

Carte imprimée

Carte @e
sant uniq

Printed board using a rigid base
material only.

Multilayer printed board using a
rigid base material only.

Flexible printed board

A printed board using a flexible
base material only.

It may be partially provided with
electrically non-functional stiffeners
and/or coverlayers.

He‘{a'ma\ﬁ;\n‘n{a‘m, HMeIoIasa KecT-
q.

CTOpOHHSAA neuaTHasg

On OCTOPOHHfisI IIeYaTHAA ILIATA,
HMCIOLAst KEQrKOe OCHOBAHUE.

XKectras 1ByCropoHHAf MeYaTHANA
nnara

JIByCTOpOHHSIf TledaTHasi IUIaTa,
uMerolas Keqrkoe OCHOBAHMUE.

Kecrkan MHoTocC/I0iiHAA IevaTHAs
mjiara

MHorocnoiiHasi nevyaTHast IIaTa,
HMeIoLIas XeqTKoe OCHOBaHUE.

Iubxan nevaTHas nuara

IHeuaTnas nngra, uMerolas rHokoe
ocHoBanue. T@xas rnevyaTHas IUiaTa
MOXKET MMETH 3JIEMETHBI KEeCTKOC-
TH, 3JIEKTPUYECKH HEe HATPYXEHHbIE,
H/UI 3aIIUTHbIE CIIOU.

Carte imprimée souple simple face

Carte imprimée simple face utilisant
uniquement un matériau de base
souple.

Carte imprimée souple double face

Carte imprimée double face utili-
sant uniquement un matériau de
base souple.

Flexible single-sided printed board

Single-sided printed board using a
flexible base material only.

Flexible double-sided printed board

Double-sided printed board using a
flexible base material only.

I'uGkas 0HOCTOPOHHSASA He4aTHAsI
IaTa

OZ[HOC’I‘OpOHHfIH neyaTHada IjiaTa,
uMeromas TOJIBKO THOKOe OCHOBa-
HHUC.

I'nGKkast ABYCTOPOHHSH He4aTHAN
naara

JIByCTOpOHHSIS. IevyaTHas ILUIaTa,
uUMeroLasi TOJILKO T'MOKOe OCHOBa-
HHE.
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01-14

01-15

01-16

01-17

01-18

01-19

Carte imprimée souple multicouche

Carte imprimée multicouche utili-
sant uniquement un matériau de
base souple. Le nombre de couches
peut étre différent dans différentes
zones d’une carte imprimée multi-
couche, d’ou des épaisseurs diffé-
rentes et donc des souplesses diffé-
rentes.

Carte imprimee flexorigide

Carte 1mpr1mee sur materlau de

x souple et rigide. Les deux
es de matériaux de base souple
et |rigide portent des impressions
conductrices qui sont généralement
interconnectées dans la zone ou ils
sont empilés.

C4rte imprimee flexorigide
dopble face

C4rte imprimée flexorigide compor-
tamt des impressions conductrices
suf les deux faces, l'une sur le maté-
riqu de base souple, I'autre sur le
matériau de base rigide.

— 10 —
Flexible multilayer printed board

Multilayer printed board using a
flexible base material only. Differ-
ent areas of the flexible multilayer
printed board may have different
numbers of layers and different
thicknesses (and consequently dif-
ferent flexibility).

Flex-rigid printed board

Pnnted board using a flex1ble base
ial and f

ﬂex1ble and rigid base materials in
different areas. Both the flexible
and the rigid base materials bear
conductive patterns which are nor-
mally interconnected in the com
nation area.

x-rigid multilayer printed board

Flex-rigid printed board where the
area(s) of the flexible base materials
and/or the area(s) of the combina-
tion of the flexible and the rigid ma-
terials bear(s) more than two con-
ductive layers forming a multilayer
printed board.

194(3) © CEI

I'nékan MHorocaoiinas neyaTHas
naara

MpuorocioiiHasd meyaTHas IUaTa,
HAMEIOIIAsT TOJIBKO I'MOKOE OCHOBA-
HUE.

Pa3Hpie yuacTku T'HOKOW MHOTOC-
NOWHOM - MeYyaTHOM TMJATHI MOTYT
HMETh Pa3IMYyHOE YHCIO CJIOEB U
pAa3IIM4HBIe TOJIIMHBL (U COOT-
BETCTBEHHO pA3HYIO CTeneHb TI'UO-
KOCTH).

I'uOKo-KecTKAd nevaTHas naara

IMevaTHasi MNaTa, MMEOIIAS yIacT-
KH ru KECTKOTO OCHOBaHHIL.
YHKH  OOBIYHO
bk Ha TruOKOM,

glC’I‘ Kax.

I'nbKo-kecTKas ABYCTOPOHHAA
nevaTHas niara

JIBycTOpOHHSIA IT
HUMeIolIast YIACTKH
KOTO OCHOBaHHUH.
BOJSILLUA PUCYHON
HOBAHUU W HPOBO)

byaTHasl IIaTa,
THOKOTO H XKeCT-
DHa uMeeT mpo-
Ha THOKOM OC-
SN PUCYHOK

Ha XECTKOM OCHOBRHMMH.

T'ulko-xecrran MyorocioiHas

nevyarHas njaara

MsorocnoifHas 1)

cyaTHas IU1aTa,

HMMCIOIIAas Y4aCTKH rHOKOTO M KeCT-

KOTO OCHOBAHMUIA,
Jiee IBYX IpOBOISI

fonepxatuue 60-
[IUX CIIOEB.

Carte mere

Carte imprimée sur laquelle une ou
plusieurs cartes imprimées sont
montées et connectées.

Carte imprimée a dme metallique

Carte imprimée réalisée avec un
matériau de base & couche interne
de métal.

Mother board

A printed board on which one or
more printed board assemblies may
be assembled and connected.

Metal core printed board

Printed board using a metal core
base material.

OOLeMuUTEbHAA

miaTra

TleyaTHast m1aTa, HA KOTOPOH MOX-
HO cOOpaTh M COENUHHUTD ONUH KX
GoJlee NeYaTHLIX Y3JI0B.

IeuarHan niara ¢
cepuelmmcom

METAFITNUYCCKHM

IeuaTHas 1aTa, OCHOBAHHE KOTO-
pOﬁ BBIITOJIHCHO Ha Marepuajie ¢
METATTAICCKHM CEPACUHHUKOM.


https://iecnorm.com/api/?name=036a1417d22aa1368758f4b0a825b666

194(3) ©

01-20

01-21

01-22

01-23

01-24

01-25

01-26

IEC

Carte imprimée équipee

Carte imprimée munie de compo-
sants électriques et mécaniques, et,
éventuellement, d’autres cartes im-
primées, une fois toutes les opéra-
tions de fabrication, de soudage,
d’enrobage, etc., terminées.

Céte composant

Face de la carte imprimée sur la-
quelle la plupart des composants
sont montés.

Printed board assembly

Printed board with electrical and
mechanical components and/or
other printed boards attached to it
with all manufacturing processes,
soldering, coating, etc., completed.

Component side

That side of the printed board on
which most of the components will
be mounted.

ITemaTHbiif y3ea

IleuaTHass mwiara ¢ IOACOEIUHEH-
HBIMH K Hell 2JIeKTPHYECKHMH U Me-
XaHUYECKVMHU DJEMEHTAMU W/
JAPYTUMHE NIeHaTHBIMY ILIATAMH U C
BBIITOJIHEHHBIMH BCEMM IIpOLiecca-
Mu 00paboTku: HalikoH, IOKpHI-
TUSIMA ¥ T.A.

Cropona MOHTa:Ka MeYATHOI
IaTel

CTopoHa TNe4aTHOH IIAThl, HA KO-
TOpOH - ycraHaBiuBaeTrcss  OOJIb-
LIMHCTBO HABECHEIX 3JIEMEHTOB.

Cote soudure

Face d’une carte imprimée opposée
au cOté composant.

Grille

Réseau orthogonal de deux ensem-
bles de lignes paralléles équidis-
tantes, utilis¢ pour le positionne-
ment des connexions sur une carte
imprimée.

Note. — Les connexions devraient
étre situées aux croise-
ments des M
grille. La

Solder side

The side of a printed board oppo
site to the component side.

idlines. The posi-
of the conductors,
hover, is independent
of/the grid ; the conductor
may not necessarily follow
the gridlines.

Printing

Act of reproducing a pattern on a
surface by any process.

ILIAThE

[HOW IIaTel, IPOTH-
OpOHE MOHTaxa Ie-

KOOleHHaTHa:L(:TKa

OpTOroHaH/b CeTKa, COCTOSI-
mwasi ¥3 JABYX [1apaijiebHLIX paB-
HOYIAJICHHBIX |IMHMH, mpemHazna-
YEHHBIX IUISE PYCIIOJIONKEHHs] COeu-
HeHUH Ha Ne4afHO riaTe.

Ipumeyanwe. +— CoenuHenus Cite-
OyeT pacrojaraTe B TOYKax Ie-
‘pecedeHusT nrknuﬁ cerkut. OHako
PACHONIOXeH}e IPOBONHUKOB HE
3aBUCHT OT [CETKU ; HET HeoOXo-
JUMOCTH p4crosiaraTh IIPOBOJI-
HUK 0O JIMHHA CETKIH.

Ileuats

Bocnpoun3speneyue puUCyHKa Ha I10-
BEPXHOCTH JIFOPBIM CIIOCOGOM.

Configurations conductrices et/ou
non conductrices sur un flan ou sur
une carte imprimée.

Terme utilisé également pour- dési-
gner la ou les configuration(s) sur
les outils, dessins et clichés corres-
pondants.

Impression conductrice

Configuration des parties électri-
quement conductrices d’une carte
imprimée.

Patterm

Configuration of conductive and/or
non-conductive patterns on a panel
or printed board.

Pattern denotes also the circuit con-
figuration on related tools, draw-
ings and masters.

Conductive pattern

Configuration formed by electrical-
ly conductive material of a printed
board.

PrCYyROR TreTaT HO#t IUIATHI

Kondurypanuss nposopsaiiero u/
WY HENPOBOISILEIO PUCYHKA Ha
3arOTOBKE NEYaTHOW miaThl. Pucy-
HOK O3HAYaeT TaKxke KOHbHrypa-
LUIO CXeMbl HA HHCTPYMEHTAaX, Yep-
Texax u ¢ororabionax.

IIpoBoasammii pucyHoOK

Pucynok, obpasoBaHHBIH I11poBOA-
HUKOBBIM MaTepHaJIOM Ile4aTHOH
MJIaTHI.
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01-27

01-28

01-29

01-30

01-31

01-32

01-33

01-34

Impression non conductrice

Configuration d’un matériau fonc-
tionnel non conducteur d’une carte

imprimée (par exemple, un diélec- .

trique ou une réserve).

Conducteur

Piste conductrice individuelle d'une
impression conductrice.

Conducteur affleurant

— 12 —

Non-conductive pattern

Configuration formed by functional
non-conductive material of a print-
ed board (e.g. dielectric or resist).

Conductor

Single conductive path in a conduc-
tive pattern.

Flush conductor

194(3) ©® CEI

Henposoaamuii pucynox

Pucynok, oOpa3oBanHbIi Henpo-
BOJIHUKOBBEIM MAaTepUanoM INedaT-
HOH myaThl (HarpuMep, AUINEKTPU-
KOM MJIM PE3UCTOM).

[MevaTHblii NPOBOIHNK

OnHa npoBoaslIast HOJIOCKa B IIPO-
BOISIIIEM PHCYHKE.

VYTonieHnblii nevaTHbli

NPOBOTHUK

Cpnducteur dont la surface externe
dans le méme plan que la sur-
¢ du matériau de base.

-

()

ptact imprimé

=)

rtion d’impression conductrice
filisée comme partie d’un systéme
contact.

o=

Contacts d’extrémité de carte
(Hichier imprimé)

Sgrie de contacts imprime
bords d’une carte imprimée

Conductor of which the outer sur-
face is in the same plane as the sur-
face of the base material.

Printed contact

sosket connector.

Printed component

Component (e.g. printed inductor,
resistor, capacitor or transmission
line) forming part of the pattern of
a printed circuit.

JAHWUK, BHECIUIHIAA
POr¢ HaXOHUTCA

>c MaTepualiom

e4ATHBIH KOHTAHT

acTb TMPpOBOOSIETO PUCYHKa,
Cltyxaiasi B KauedTBe OJIHO#1 4YacTu
KOHTAKTHOR CUCTEMBI.

Konuesbie neyaTHble KOHTAKTHI

Psi mevaTHbIX KOHTAKTOB HA Kparo
NMeYyaTHOH ILIATBL InpeaHa3HAYCH-
HBIX OJIs1 COIPSIKEHUA C I‘pCGeH‘Ia—
TBIM COCAWHHUTECIIM.

IMeuaTnblii 3aeMeRT

DieMeHT (HanpuMep, neyaTHasi HH-
JIYKTHBHOCTb, PE3MCTOP, KOHIEHCA-
TOp MM JIMNMSA  Iepenayu),
obpasyrolliuii 4a¢Th DPHCYHKa IIe-
YaTHOHN CXEMBI.

Composants sur bande

Composants fixés sur des bandes
continues.

Marquage

Lettres ou symboles sur la carte im-
primée indiquant, par exemple, les
numéros des piéces, 'emplacement
des composants, etc.

Taped components

Components attached to continu-
ous tapes.

Legend

A format of lettering or symbols on
the printed board, e.g. part num-
bers, component locations, etc.

YiakoBKa JJIEMEHTOR Ha JIEHTE

SHCMCHTBI, IPUKPEIJICHHbLIC K HE-
IIPEPBLIBHBIM JIEHTAM.

MapkupoBka

®opmaT GyKB UM CUMBOJIOB HA Tie-
yaTHOM nijiate, HANPUMEp, HOMEpa
nerajieil, pacHoJOXeHHE HIIEMCEH-
TOB.
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02

02-01

02-02

02-03

02-04

02-05

02-06

02-07

Materiau de base

Matériau de base

Matériau isolant sur lequel 'impres-
sion peut étre réalisée.

Ce matériau peut étre souple ou ri-
gide. 1l est appelé souple sil est
classé comme souple dans la Publi-
cation 249-2 de la CEI, et rigide s’il
n’est pas classé comme souple dans
la Publication 249-2 de la CEL

Epaisseur du matériau de base

Epaisseur du matériau de base a
I’exclusion de la feuille conductrice

les faces.

Résine a Petat B

Résine thermodurcissable dans un
état intermédiaire de la réaction,
dans lequel le matériau gonfle lors-
qu’il est en contact avec certains li-
quides et se ramollit lorsqu’il est
chauffé, mais ne peut se dissoudre
ni fondre entiérement.

Feuille préimprégnée

sine & I’état B,

—_ 13 —
Base material

Base material

Insulating material upon which the
pattern may be formed.

The material may be rigid or flexi-
ble. It is called flexible if it is classi-
fied in YEC Publication 249-2 as be-
ing flexible, and rigid if it is not
classified in IEC Publication 249-2
as being flexible.

Base material thickness

The thickness of the base material
excluding conductive foil or materi-

MatepuaJi 0CHOBaHUs

MarepuaJj OCHOBRHHSA

Marepuan, Ha KOTOPOM BBIIOJIH-
SIETCS. PUCYHOK IIEYaTHOH IaThl.
Mareprall MOXET ObITb XECTKUM
unu rubxuM. TpeGoBanust K rudko-
My MaTepuany u3ioxeHs! B ITy6nu-
kargun MOK 249-2.

Tonmuna Marepuaa OCHOBAHHS

Tomumuaa matepuana OCHOBAHUS
nposomsiuiell  GoJbrM MK

ou EVEﬂEﬁEﬂET‘HETT[ dES U'ED'G!S sar at dEpUsTtEd OIT tire S[ﬂfatt:b.

B-stage resin

A thermosetting resi
diate. stage of the re
the material
with certai
when hea

Bonding sheet

Sheet of prepreg or other material
having suitable adhesive properties,
used to bond together individual
layers to produce a mulitilayer print-
ed board.

OCARIGHAOTY MeTajlla Ha TOBEpX-

BHasi CMoOJIa B MpO-
YTOYHOM| CTaauy peakiuy, upu

}pnan pa3byxaeTt kor-
[a OH KOHTAKTHPYET C ONpEIIeNeH-
HBIMH  KUAKOCTSIME, ¥ Pa3Msr-
YaeTcs NpU Harpese, HO HE MOXKET
MOJIHOCTBIO | PACTBOPSTHC WM
JIaBUTHCSL.

l'lpomlano-man TKAHb

JluctoBoit NiaTtepuan (Hanpumep,
CTEKIOTKAHH), TPONUTAHHBIA CMO-
JIOH, OTBEPXMICHHON o cTamun B.

CxienBaious NpoKJaaKa

Jluct npokflamoyHOM TKAHM WU
apyroro mafepuana, obmagaroLumit
COOTBETCTBYIOIMMY  A/IT€3UOHHbI-
MH cnoﬁcnIMH U UCHOJIb3yeMbli

JUTSL CKJICHBAHMST OTNENBHBIX CIIOCB
npy 06pa3zoBaHAM MHOTOCIOHHON
NeYaTHOM MaTEL

Effet de méche

Absorption capillaire de liquide Ie
long des fibres du matériau de base.

Matériau de base métallisé

Matériau de base recouvert de mé-
tal sur une ou deux faces.

Wicking

Capillary absorption of liquid along
the fibres of the base material.

Metal-clad base material

Base material covered with metal
on one or both sides.

POuTnabnbiil d¢derrt

KanuispHoe HNPOHHUKHOBEHHE
XHOKOCTH BJIOAb BOJIOKOH Marte-
pHaia OCHOBAHMSL.

DonbrupoBaHHbIil MaTepuas
OCHOBAHHSA

Martepuan  OCHOBAHUSI, TMOKPBITHIH
¢ OHOIM MJIM ABYX CTOPOH MeTali-
JIOM.
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02-08

02-09

02-10

02-11

03

03-01

03-02

03-03

Matériau de base 4 Ame métallique

Matériau de base ayant une couche
interne de métal.

Feuille conductrice

Matériau conducteur couvrant I'une
ou les deux faces du matériau de
base et destiné 4 la formation de
I'impression conductrice.

Etat de surface brut de presse

Etgt présenté par la surface métalli-
que¢ d’un stratifié métallisé lorsqu’il
n’g subi aucun traitement de fini-
tion apres sa sortie de presse.

Finition dépolie

Finition présentée par la surface
mdtallique dun stratifié métallisé
lomsque I’état de surface original de
la métallisation a été¢ modifié méca-
niquement par un procéde tel que le
brpssage ou I'exposition a une boue
d’gbrasif fin.

C mceptio@De
mpdeéle

Cannexion trafisv

Liaxi PDIEsS-
siq RS
op mée
(i

Connexion entre couches . Interlayer conmection

Liaison électrique entre les impres-
sions conductrices de différentes
couches d’une carte imprimée mul-
ticouche. (Voir aussi le paragraphe
03-01.)

Trou de liaison

Trou métallisé utilisé uniquement
comme interconnexion électrique
entre les conducteurs répartis dans
différentes couches d’une carte im-
primée.

— 14 —
Metal core base material

Base material having an internal
metal sheet.

Conductive foil

Conductive material that covers one

or both sides of the base material

and is intended for forming the
conductive pattern.

Plate finish

194(3) © CEI

Ma'repuan OCHOBAHMNA C
METALIHYECHM CCPACHHMKOM

M30s1OHHBIA MaTepuas, UMEH-
Uil BHYTpeHHHH MeTasuiMuecKuit
JIACT.

Ilposoasan goJbra

[IpoBonHuKOBBIT MaTepual, Io-
KPLIBAIOLIMI OHY MM 00e CTOpo-
Hbl MaTepualia OCHOBAaHHMSI U MpeN-
HA3HAYeHHBIH U1t 0Opa3oBaHus
[IPOBOISILLIET0 PUCYHKA.

CargfinpoBanue

The finish present on the metallic
surface of the metal-clad base mate-
rial on removal from the laminating
press without modification by an
subsequent finishing process.

Matt finish

Conception — Artwork
aster

Through connection

An electrical connection between
conductive patterns on opposite
sides of a printed board. (See also
Sub-clause 03-02.)

HOTO MaTepua-
H3BITHS U3
cca 6e3 m3me-
[1e (Y FOILIAM CIIO-

OTaenika METAJTMMECKOH IOBEPX-
HOCTH (bOHbI‘HpOBZIZHOFO Marepua-
J1a OCHOBAHUSI, IOfTy4eHHas] H3Me-
HEHUEM IIepBOHAYATLHOIO CATHHHU-
pOBaHMsA MeXaHHYEeCKMM TIpOLeC-
cOM 00paboTKH, HANPUMED, OUHCT-
KO¥ 1IETKOH Wi oPpaGOTKON MeJ-
Kot abpasuBHOIl cycrieHsuneit.

IMoustne — Y¢prex
NEYATHOTO MOHTAMKA

CxBoO3HOE coeuHefUe

DJIEKTPHYECKOE COPIMHEHHE MEXIY
MPOBOISIIAMY PUCYHKAMI Ha TIpo-
THUBOIIOJIOXKHBIX COpPOHaX Nevyat-
HOU TuIaThl (CM. TaKXe TOAMYHKT
03-02).

An electrical connection between
conductive patterns in different lay-
ers of a multilayer printed board.
(See also Sub-clause 03-01.)

Via

A plated-through hole used exclu-
sively for electrical interconnection
between conductors in different lay-
ers of a printed board.

NVICHRTIIONAOE COCANHEeHne

DNEKTPUIECKOE COENNHEHNE MEXTY
NPOBOJSIIMMYE ~ PUCYHKAMH — Ha
Pa3sHbIX CIOSIX MHOTOCIOHHON me-
4aTHOH mmaTel (CM. Taxke NOJ-
nyHkT 03-01).

Ilepexoanoe oTBepcrue

CKBO3HOE METAJIM3NPOBAHHOE OT-
BEPCTHE, HCHOIb3YeMOE TOJIBKO
U DJICKTPUYECKHUX  COEIMHECHUM
MEXIY NPOBOJHMKAMH B Da3Iuy-
HBIX CHOSIX NEYaTHOH INIaTHL.
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03-04 Trou de liaison enterré
Trou de liaison ne débouchant sur

aucune des deux faces de la carte
imprimée.

03-05 Trou de liaison borgne (demi-enterré)

Trou de liaison ne débouchant que
sur une face de la carte imprimée.

03-06 Connexion transversale a fil

_—15 —
Buried via

A via hole not extending to either
side of the printed board.

Blind (semi-buried) via

A via hole extending to one side of
the printed board only.

Wire through connection

BHyTpennee nepexogHoe OTBEpCTHE

IlepexomHoe OTBEPCTHE, HE BhI-
XOJs1iee HY Ha OAHY U3 CTOPOH Ie-
YATHOH INATHI.

Tayxoe (noJycKpbiToe) nepexonnoe
oTBepcTHe

IlepexonHoe OTBEPCTHE, BBLIXOAS-
1iee TOJIBbKO Ha ONHY CTOPOHY Iie-
YaTHOM TJIATHI.

Hponono‘moe CKBO3HO¢€

,/COoeRUHeHue

Connexion transversale au moyen
d’un fil passant par un trou.

03-07 Trou metallise

Trou sur les parois duquel est dépo-
sé du meétal.

03-08 Trou sans pastille

03-09 Trou de montage

03-10 Trou de liaiSon

A through connection using a wire
in a single hole.

Plated-through hole

6le without land.

Mounting hole

Hole used for the mechanical
mounting of a printed board or for
mechanical attachment of compo-
nents to the printed board.

Component hole

CKBO3H coe/lMHEHHE C  HC-

M TNIPOBONHUKOBOT'O

§HOM OTBEPCTUM.

BO3HOE METAITHIMPOBAHHOE
orBepcrue

OTtBepcrue ¢[0CaXIeHHBIM Ha CTEH-
KaX METaJnioM.

Orseperne 6p3 KOHTAKTHON
WIOWAKH

CKBO3HOE M¢TAJIN3UPOBAHHOE OT-
Beperue 0e3|xoHTakTHOW mioan-
Kd (TU1ommangk).

Kpene:xkHoe pTBEpcTHE

XAHUYECKOT( KPEINEeHUs eHaTHOM
[LJIATHI, 4 TAKXKe JUIT MEXaHUYECKO-
ro KpeluieHYsl 3JIEMEHTOB K IevaT-
HOU TIJIaTe.

OTBCpCTPIC, {CHOHL3yeMOC JJI ME-

MonuTtaxkHoe oTsepcTNe

Trou utilisé pour la fixation des sor-
ties de composants 4 la carte impri-
mée ainsi que pour les connexions
électriques & l'impression conduc-
trice.

03-11 Trou de positionnement ;
encoche de positionnement

Trou ou encoche dans le flan de
production ou dans la carte impri-
mée permettant de placer exacte-
ment celui-ci ou celle-ci.

Hole used for the attachment of
component terminations to the
printed board as well as for any
electrical connection to the conduc-
tive pattern.

Location hele ;
location notch

Hole or notch in the panel or print-
ed board to enable it to be posi-
tioned accurately.

OTBepcTHe, UCIOIb3YEMOE ISl COe-
[UHEHUsI BBIBONOB JJIEMEHTa C Iie-
YaTHOM IJIATOM, a Taxxe s Jiko-
60ro 3JEKTPUYECKOTO MOICOCANHE-
HUSI K IPOBOJSINEMY PUCYHKY.

Duxcupyiolee oTBEpCTHE §
ukcupyromuii ma3

OtsepcTie mwin na3 B IEYATHOM
rate, 00CCHeUNBAIOLIME BO3MOXK-
HOCTD €€ TOYHOT'O PACHOJIOKEHUS.
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03-12

03-13

03-14

03-15

Trous d’accés

Série de trous dans les couches suc-
cessives, ayant leur centre sur le
méme axe. Ces trous permettent
I'accés a la surface de la pastille sur
une des couches d’une carte impri-
mée multicouche (voir la figure 1).

Ddgagement

Zqgne sans impression conductrice
d’ine impression conductrice, au-
togr d’un trou métallisé d’une carte
imprimée multicouche, évitant tout
coptact électrique avec le trou mé-
tallisé (voir la figure 2).

FIGURE 1. — PucyHok 1.

— 16 —

Access holes

A series of holes in successive lay-

‘ers, each set having their centres on

the same axis. These holes provide
access to the surface of the land in
one of the layers of a multilayer
printed board (see Figure 1).
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MouTaxubie OKHA

Pan oreepcTuil B IOCHENOBATEIIb-

HBIX CJIOSIX, IPHYEM BCE OTBEPCTHS
psiia MMEIOT CBOU LIEHTPH! HA OJI-
HOU U TO# ke OCH. ITH OKHA JAI0T
IOCTYI K IOBEPXHOCTU KOHTAKTHOM:
IUIOIAJAKM HA OOHOM U3 CJIOer
MHOrOCIIOHHO# TI€YaTHOW ILJIAThI
(cMm. puc. 1).

%
\\\\\\\\},\,\(\I‘\I\I\f‘\“‘“ o
7/ ,,II—,-;\\\\\\\‘
L2~ R

Clearance hole

Ilil/////”
Al IIII/
/) \*\\\\\\\\\\ X

N\
LLZ22DPN

FIGURE 2. — Pucynok 2.

Dégagement
Clearance hole
OxHO ¢ 3a30poM

BoOoaHAR 30HA orgepcTusa

3Ha, CBOOOMHAs PT IPOBOIHUKO-
BOrO Marepuasa, |[B IPOBOISIIIEM
PHCYHKE BOKPYI CEBO3HOTO METaJI-
JIM3MPOBAHHOIO (TBEPCTHS MHO-
rOCNOWHOK  NeygTHOH  ILIATHL,
[IPETSITCTBYOIIAs KaKoMy-JIubo
KOHTAKTy C 3TUM DTBEPCTHEM (CM.
puc. 2).

Impression cdnductrice
Conductive pdttern
ITpoBomaumit| prcynon

170(75

. Ceonfiguration de percage

Disposition de tous les trous dans
une carte imprimée.

Pastille

Partie d’impression conductrice uti-
lisée usuellement, mais non exclusi-
vement, pour la connexion et/ou la
fixation des composants.

Hole pattern

Arrangement of all the holes in a
printed board.

Land

Portion of a conductive pattern
usually but not exclusively used for
the connection and/or attachment
of components.

PrucyHOK oTBepermii

Pacnonoxenne BCex oTBepCTHH Ha
NEYATHOHN IJIaTe.

KonTakrHas niomanka

YacTe  NPOBOISILIETO  PUCYHKa,
o0BIMHO (HO He BCerga) Hc-
MoNb3yeMasl 1Jist COSIMHEHUs] MU
MIOJICOE/TNHEHUS 3JIEMEHTOR.
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03-16

03-17

03-18

03-19

03-20

- 03-21

03-22

03-23

03-24

Largeur annulaire minimale

A Tétude.

Couche

Strate de carte imprimée. Les
couches sont différenciées selon
leur fonction (couche conductrice,
couche isolante) et leur position
(couche interne, couche de surface,
couche de fermeture).

Espace entre couches

Epaisseur de matériau isolant entre
deux couches conductrices adja-
centes d'une carte imprimée multi-
couche.

Couche de fermeture

Couche de matériau isolant recou-
vrant totalement ou partiellement la
surface d’une carte imprimée in-
cluant Pimage conductrice.

Revétement enrobant

Revétement électriquement isolant
appliqué sur une carte imprimée
nue ou assemblée fournissant une,
barriére protectrice contre les effets
nocifs des conditions\d’envjrenne-

— 17 —

Minimal annular width

Under consideration.

Layer

Stratum of a printed board. Layers
are differentiated according to their
function (conductor layer, insulat-
ing layer) and their location (inner
layer, surface layer, coverlayer).

Layer-to-layer spacing

Thickness of insulating material
between adjacent conductive layers
of a multilayer printed board.

Coverlayer

A layer of insulating matenal cove

Under consideration.

Cross-hatching

Deliberate subdividing of large con-
ductive areas.

MuHIMAJIbHAA KOJIbIIEBast IHpHHA

Ha paccMmorpenu.

Cnoii

Ilnact mneuvaTHodt mnatel. Cion
pa3fIuyaloTCsi COOTBETCTBEHHO HX
Ha3HaueHUIO (MPOBONSIILIMHA CIIOH,
U30JISIMHOHHBIN CIIOH) M UX MECTO-
oJIoXKeHuo (BHYyTpeHuil cnoil, Ha-
PVYXHBII CJIOMH, 3aIlIUTHBIIN CIOMH).

Me:xcnoiinoe paccrosnne

TonmuHa UW3OMAUMOHHOIO MaTe-
pualia MeXay COCeTHUMU NPOBOIS-
CAOSMH MHOTOCHOWHOM Tie-
YATHOW JFIATHL.

IIMOHHOTrO Martepuana,
Wil TOJHOCTBIO HIIH
ACTHMHO [PBEPXHOCTH IeYaTHOH
aThi, BKJIOYasi NPOBOMANMHA pu-

3apmrTnoe n PRpLITHE

DIEKTPOU3OJIIIMOHHOE [OKPBITHE
Ha IeYaTHOH InaTe H/MNIM Ievar-
HOM y3me, obecrieunBaroiee
3AMMTHBIA |Gapsep OT BPEAHBIX
BO3ACUCTBHY OKPYXaroLIeH CPEfbL.

Cuienoii npopoaHuk

Ha paccmoTtjpennn.

Tipopesn

Ilpennamepgunoe pa3nesneHue
6oJbIIMX 'YHACTKOB MNPOBOSIIETO
PHCYHKa.

Fil de Tiaison

Fil assurant une liaison électrique
entre deux points sur une méme
face d’'une carte imprimée.

Détrompeur

Découpe disposée sur le bord d’une
carte imprimée, utilisée pour obte-
nir une insertion ¢t un positionne-
ment corrects dans un connecteur
femelle.

Jumper

A wire providing an electrical con-
nection between two points on one
side of a printed board.

Polarizing slot

Slot in the edge of a printed board
used to ensure proper insertion and
correct location in a mating connec-
tor.

Ilepembiuka

OTpe3ok MPOBOJHUKOBOTO MaTte-
puana, o6ecreynBaroNnil ek Tpu-
YeCcKOe COEINHHEHHE MEXY HBYMSI
TO4YKaM{ Ha OJHOW CTOPOHE INevat-
HOM ILTATHI.

OpuenTupyromuii naz

ITa3 Ha kparo neyaTHOH NnaTkl, Uc-
MOJIb3YEMbBIH I NpaBUIIBHON ycC-
TAHOBKH # PACHOJOXEHUSI CONpsi-
raroLIerocs COSIUHMTESI.


https://iecnorm.com/api/?name=036a1417d22aa1368758f4b0a825b666

03-25

03-26

04

04-01

04-02

04-03

Donnée de référence

Point, ligne ou plan défini, utilisé
pour localiser les impressions, les
trous ou les couches a des fins de fa-
brication et/ou de controle.

Dessin modéle

Configuration précise utilisée pour
exécuter le cliché de production ori-
ginal ; échelle est celle requise pour
obtenir la précision nécessaire (voir
la figure 6, page 31).
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Datum reference

A defined point, line or plane used
to locate patterns, holes or layers
for manufacturing and/or inspec-
tion purposes.

Artwork master

An accurately scaled configuration
used to produce the original pro-
duction master ; the scale is chosen
as required to provide the necessary
accuracy (see Figure 6, page 31).
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ba3a xoopaunar

OnpenenedHasl TOYKA, JIMHUSL WM
IJIOCKOCTh,  HCHONb3yeMasi sl
onpenesneHust MeCTOIONIOXeH s PH-
CYHKOB, OTBEpCTHMH WJIM CJIOEB B
NpoUecce  W3TOTOBJICHHST /MM
POBEPOK.

OpurnsaJ ne4aTHoi cxemsl

KoHpurypauusi cxembl, BBINOJHEH-
Hasi B TOYHOM Maclurtabe, KoTopast
UCTIONB3YETCS NSl NOJYUeHus: nep-
BOHAYaJIbHOTO ¢dotourabiiona ;
BHIOHPACTCS TAKUM, YTO-

Fapbrication

Pl4n de fabrication

Dessin définissant certaines caracté-
risfiques de la carte imprimeée telles
qu¢ trous, rainures, contour, impres-
siops avec leur implantation, fini-
tioh, etc.

Réfeérence dect'
photographique

mq

Manufacturing

phic reduction dimension

imension (e.g. line or distance be-
tween two specified points) on the
artwork master to indicate, to the
photographer, the extent to which
the artwork master is to be photo-
graphically reduced. The value of
the dimension refers to the 1:1
scale and must be specified.

XOIUMYIO TOY-
eHusl (CM. pHC.

T'OTOBJICHME

HpOl/BBO)lCT BEHHLIN YepTesn

Yeprex, ycTaHaBIRBaroIui onpe-
JIeJIEHHbIE XapaKTePUCTHKK IIeYaT-
HO¥ IIaThl, HAPUMED, OTBEPCTHS,
BBIpE3b! (11a3s1) Ipohusiel, pUCYHKH
U MX PaCroNIOHKEHHE, OTIESJKY H T.I.

Pasmep doTorpadyeckoro
yMeHbIIeHUA

Pasmepsl (Hanpumep, JIMHUS A
paccTosiHue MeXIy| IByMst orpene-
JIEHHBIMH TOYKaMH) Ha GoToopuru-
Hajle, MOKa3bIBAIOIjINe Tpenel, o
KOTOPOIO0 JOJUKEH YMEHBIUATLCS
doToopurunan ¢grorpaduieckum
myreM. 3HauyeHHE |pa3Mepa OTHO-
curca Kk Macmragy 1: I u oH
JIOJDKEH OBITH OTOBOPEH.

Positif

Appellation donnée & une impres-
sion lorsqu’elle est reproduite d’une

facon non transparente.

Note. — Ce terme est aussi fré-

quemment utilisé avec la
définition suivante:
Cliché de production ori-
ginal ou cliché de produc-
tion sur lequel l'impres-
sion conductrice n’est pas
transparente.

Positive

A pattern is said to be positive when
it is non-transparently reproduced.

Note. — This term is also common-
ly used with the following
definition :

Original production mas-
ter or production master
in which the conductive
pattern is non-transparent.

ITo3uTus

Pucynok, BocnpousBomumselii  He-
[IPO3PAYHbIM.

Tlpumevanne. — JlaHHBIA TepMuH
UCIIOJIL3YETCH TAKXKE CO CIIENYIO-
muM omnpenenenueM : «Ilepso- -
HavalbHbI pabounit (¢oToa-
6on unu pabouuii  ¢doToiia-
6J10H, HA KOTOPOM HPOBOAAIIMI
PHUCYHOK HENpPO3payHbIii ».
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04-04

04-05

04-06

04-07

04-08

04-09

04-10

04-11

Impression positive

Image du cliché de production dans
laquelle limpression conductrice
n’est pas transparente.

Négatif

Appellation donnée a une impres-
sion lorsqu'elle est reproduite en
transparence.

Note. — Ce terme est aussi fré-
quemment utilis¢ avec la
définition suivante :

Cliché de production ori-
ginal ou cliché de produc-
tion sur lequel l'impres-
sion conductrice est repro-

— 19 —

Positive pattern

The image on the production mas-
ter in which the conductive pattern
is non-transparent.

Negative

A pattern is said to be negative
when it is transparently reproduced.

Note. — This term is also common-

ly used with the following
definition :
Original production mas-
ter or production master
in which the conductive
pattern is transparent.

ITo3nTnBHLI pucyHok

Wsobpaxenue Ha pabouyeMm ¢oro-
m1abJioHe, Ha KOTOPOM IIPOBOJIS-
LHI PUCYHOK HEMpOo3payuHbIi.

Herarur

PucyHok, BOCHPOU3BOUMBIH
IIPO3PAYHBIM.

Ilpumevanne. — JlanHblil TepMUH

HCIIOJNB3YETCS TAKKE CO CIETyFO-
LIUM ONPENCTICHUEM :

«TlepBoHa4anbHLIA pabounii ¢o-
TomabnoH unu pabounii Horo-
11abJioH, Ha KOTOPOM IIPOBOJIS-

/ﬂi@ PHUCYHOK IPO3PAYHbIH ».

duitc e rans parcnce.

Impression négative

Image du cliché de production dans
laquelle I'impression conductrice est
transparente.

Impression par écran (sérigraphie)

Procédé employé pour transférer
une image sur une surface, en chas-
sant un produit adéquat a travers
un pochoir a l’aide d’une raclette.

Cliché de productiofi origiha
(négatif ou posi

Tmpressioin 2
pour fahriqug
tion (voirN4

Negative pattern

The image on the productiQ
ter in which the condyeti
is transparent.

prodyction master
positive)

A 131 scale pattern which is used to
produce a production master (see
Figure 6, page 31).

Production master
(negative or positive)

A 1:1 scale pattern which is used in
the production of printed boards.

Ha paboueM ¢oTo-
KOTOPOM TIPOBOJISI-
PUCYHOK| IpO3paYHBIH.

Cerxorpagms

[Tponecc mnepeHoca wu3OOpakeHUsI
Ha MOBEPXHO¢TH INPOAABIHBAHUEM
Kpacku uepes| TpadapeTHyro ceTky
OTXXHMHBIM BRJIMKOM.

IlepBonadanbfbIii paGoumii
tdhoTomadon [(nerarns wian
MO3NUTHB)

PucyHox, BBINIOJIHEHHBIH B Macii-
Tabe 1: 1, KQTOpBIH HCNOJB3YETCS
ZUIsl U3roToBJIeHust paboyero ¢oro-
mabiona (cM{ puc. 6, ctpanuna 31).

PaGounii dotomadion (Heratus
WM NO3NTHB

PucyHoK, BBIJIONIHEHHBIH B Macii-
Tabe 1 : 1, KOOPBI UCTIONL3YETCS B
[IPOK3BOJCTBHE NEYATHBIX ILIAT.

Cliché de production a image
multiple (négatif ou positif)

Cliché de production ayant. au
moins deux impressions 4 ’échelle 1
(voir la figure 6).

Flan

Ebauche de matériau de base dé-
coupée au format de travail (voir la
figure 6).

Multiple image production master
(negative or positive)

A production master having at least
two 1:1 scale patterns (see Figure

6).

Panel

The work piece that passes through
the production sequence (see Figure
6).

I'pynnosoii paGounii ¢oromadiaon
(HeraTus WM NO3UTHB)

PaGounit ¢orornabioH, Ha KOTO-
POM BBIMIOJIHEHO HE MEHEE IBYX pU-
cyHkoB B Macmrabe 1:1 (cm.
puc. 6).

3aroroBka

Pabouas nmetanb, kKoTOpas HoaBep-
raercss  obpaboTke  Ha  Bcex
MPOU3BOICTBEHHEIX onepanusix
(cMm. puc. 6).
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04-12

04-13

04-14

04-15

04-16

04-17

04-18

04-19

04-20

Impression multiple

Disposition de deux ou plusieurs
impressions 4 U'échelle I contenue

“dans un seul flan.

Flan imprimé multiple

Flan imprimé dans lequel une ou
plusieurs impressions se représen-
tent deux ou plusieurs fois et sont
traitées comme un seul ensemble
pour &tre divisées ultérieurement.

Stratification en planches

A PAtaad
Totraes
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Multiple pattern

The arrangement of two or more
1:1 scale patterns contained within
the size of one panel.

Multiple printed panel

A printed panel in which one or
more patterns occur two or more
times, processed as a single unit and
subsequently divided.

Mass lamination

1lad

=

bchniques des circuits tissés

AlTétude.

Procéde soustractif

Procédé employé pour obtenir des
mpressions conductrices et consis-
tant 4 enlever d’'une maniére sélec-
tiye les parties non désirées de la
feuille conductrice.

—-

la-]

rocéde additif

Procédé employé pour
ithpressions conductxices €t

€S
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I'pynnoBoii pucynok

Pacmosioxenne B npejeniax OOHOH
3aroTOBKH NBYX uik OoJiee PHUCYH-
KOB, BBITIOJIHEHHBIX B Macurade
1:1.

T'pynmnoBan neuaTnas 3aroToBKa

Ilewarnas 3aroroBka, obpaboTan-
Hast KaKk oauH OJI0K, Ha KOTOpOH
ONWH WM HECKOJNBKO PHCYHKOB
HNOBTOPSIIOTCS 1Ba Wiy bosiee pas, a
3aTeM pa3zeiIcHHas.

I'pynnosoe npeccosanne

e

Multiwire-technique (synonyms)

Under consideration.

Subtractive process

ining conductive
selective deposition
material on unclad

Semi-additive process

Process for obtaining conductive
patterns by a combination of elec-
troless metal deposition with elec-
troplating and/or etching.

Halpacen
1 3¢

[fporiecc mostydeHust MPOBOISIIMNX
PHCYHKOB,  3akjfoyaromuiica B
H30UpATEIBHOM Y[IAJICHUU HEWXKEIIa-
TENBLHBIX  YYACTKPB IPOBOSAIICH
Menu.

AymTHBHLI npoliece

Tlpomecc 1onyHeHust MPOBONAILINX
PUCYHKOB,  3aKjfodaroruuiics B
W30UPATENEHOM PCAMIEHUU [PO-
BOJIHHKOBOTO Marepyalia Ha He-
(onerupoBaHHbIl| MaTepual OCHO-
BaHUSL.

Honya}mnrnnnu nponecc

IIpouecc 06pa3oBpHUS TPOBOISIIIE-
To puCyHKa KomOuHanue# mpouec-
COB OCAXIEHUS MeTaJula XUMUYeC-
KUM H 3JIEKTPOJHYTHYECKUM CIIOCO-
6aMu ¥ TpaBJICHMS.

Réserve

Revétement utilisé pour masquer ou
protéger des endroits choisis, lors de
la fabrication ou des essais.

Masquage par voile

Méthode de production consistant &
recouvrir les trous métallisés et la
pastille conductrice qui les entoure
dune réserve, en général un film
sec.

Resist

Coating material used to mask or
protect selected areas during manu-
facturing or testing.

Tenting

Production method of covering
plated-through holes and the sur-
rounding conductive pattern with a
resist, usually a dry film.

Pe3ncr

ITokpeITHE, HCIONbL3yEMOE B Ka-
4€CTBE 3ALIUTHI YY4aCTKOB BO BPEMsI
W3TOTOBRJICHNSI MITH CIIBITAHMSI.

IepexpbiTie (TEHTHH-NpONECC)

Mero H3roTOBJIEHUs, NperycMa-
TPUBAOIIM 3AIMTY CKBO3HbLIXMeE-
TAJNIU3UPOBAHHBIX OTBEPCTHH U
OKPYXaIOLIECro NPOBOISIICIC pHU-
CYHKa PE3UCTOM, OOBIYHO CYXHM,
TJIEHOYHBIM.
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JAunddepennupoBannoe TpaBieHue

Tlpolecc TpaBJieHUs] BCETO NPO-
BOJISIILIErO CJIOSI TEYAaTHOH IUIATEL,
P KOTOPOM IOJHOCTBbIO yHall-
SIFOTCSl YYACTKY MeTajljia Ha OCTaB-
IIMXCS y9aCTKax TOJIINHA METall-

[Mokazarean TpaBJieHus

Otnorenne riyOuHBI TPABIEHHS K
6GOKOBOMY TPaBIICHUIO.

Aparjienne (amynexTpuKa)

KonTpolsipygmoe ynanenue mare-
aHusT  XMMHYIECKUM
OKOBOIl CTEHKE OT-

CTKA OTB¢PCTHIA

INporecc oungTKH NPOBOISLIEH 10~
BEpPXHOCTH BHYTPU OTBEPCTUSI Iie-
pen Merajugsaumelt (oObIMHO XU-
MuYeckuil nppuece, CMOTPH Takke
194-04-23, TyasneHue (AUANEKTPU-

Oddexr pagmromBaHus  MEAU
BHYTPEHHUX | IPOBOJSILIUX CJIOEB
MHOTOCJIONHGH TIEIaTHOW INATHI
Ha CTEHKaX OfrBepCTHIi pu CBepJIe-

HpOLlCCC, 3akJIrouaroluics B Xu-
MHWHMECKOM WM 3JICKTPOXHMUYEC-
KOM OCaXIOECHUHU METalllla HA BCEM
WJIM HA 4aCTH NPOBOIALIECTO PUCYH-
Ka, MaTeprajja OCHOBaHUs I/I/I/I.HI/l B
CKBO3HBIX OTBEPCTUAX.

Oca;m]elme Ha 3aroToBKe

Ocaxcienue MeTalla Ha BCel TIO-
BEPXHOCTH 3arOTOBKH.

04-21 Gravure différentielle Differential etching
Procédé dans lequel on grave la to- A process for etching an entire con-
talité de la couche conductrice de ductive layer of a printed board so
facon a enlever la totalité du métal that unwanted portions are com-
dans les parties ou on le souhaite, et pletely removed and the remaining
a en réduire seulement I'épaisseur portions are reduced in metal thick-
dans les autres parties. ness. J1a YMEHBbIIAETCS.
04-22 Facteur de gravure Etch factor
Rapport de la profondeur de gra- Ratio of depth of etch to lateral
vure 4 la gravure latérale. etch.
04-23 Gravure en retrait Etch back
Enlévement contrdlé de matériau Controlled removal of base material
de base par procédé chimique sur by a chemical process on the side
les parois des trous. walls of holes.
04-24 Nettoyage du trou Hole cleaning
Procédé pour nettoyer la surface en-
tre les couches internes a I'intérieur
du trou avant les opérations de mé-
tallisation (en général, un procéde
chimique ; voir aussi 194-04-23 Gra-
vure en retrait). Ka).
04-25 Téte de clou I'posnenoii 3ddexr
Forme évasée durcuiv ared copdition of copper on inner
conductrices onductor layers of a multilayer
. multico, S P ihted board caused when drilling.
cage.
HHH.
04-26 Plating Ocaxaeune
5 Process consisting of chemical or
electrochemical deposition of metal
on all or part of the conductive pat-
ou partie de cdlle-ci, sur le matériau tern, base material and/or through
de “base sur les parois des holes.
trous.
04-27 Placage metallique total Panel plating
Dépdt métallique effectué sur la to- Plating of the entire surface of a
talité de la surface d’un flan. panel.
04-28 Placage métallique sélectif Pattern plating

Dépdt métallique effectué  seule-
ment sur une impression conduc-
trice.

Selective plating of a conductive
pattern.

Ocaxenne Ha pucyHie

N3bupartenphoe ocaxaeHne Merali-
Jia Ha NPOBOISIIEM PUCYHKE.
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04-29

04-30

04-31

04-32

04-33

04-34

Electrodéposition

Procédé consistant a réaliser un dé-
pot électrochimique de 'impression
conductrice sur le matériau de base
ou dans un trou, les surfaces de ce
matériau ou les parois de ce trou
ayant été préalablement rendues
conductrices.

Barre de métallisation

Conducteur connectant temporaire-
ment des surfaces d’une carte impri-
mée devant étre traitées par galva-

noplastie

—_

Plating-up

Process consisting of electrochemi-
cal deposition of a conductive pat-
tern on the base material or through
a hole, the surface of the base mate-
rial or the walls of the hole having
previously been made conductive.

Plating bar

Temporary conductive path inter-
connecting areas of a printed board
to be electroplated.
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Hapammsanue

IIporece, 3akmovaluicss B 3JI€K-
TPOXHMHUYECKOM OCaXIEHUU IIpO-
BOJIIIIEr0 PHUCYHKa HAa MaTepual
OCHOBAHMSI MJIX B CKBO3HOM OT-
BEPCTHH, HA IOBEPXHOCTH MaTe-
puaja OCHOB3HMS MJIM HA CTEHKH
OTBEPCTHSI, KOTOPBIE IO 3TOTO IPO-
necca ObUIM MPEIBAPUTENHHO Cle-
JIAHBI TIPOBOJISLITMH.

TexHoJIOrHYecKnid NeuaTHbIi
HPOBOHUK

IlevaTHblii NPOBOJHUK, COCAMHSIIO-
IIMA YYaCTKH NEYATHOMH MJIATHI, KO-
TOPBIE __ AOJKHBI  MOIBEPraThCH
My OCaXIEHHIO.

Surdeépdt

Dépdt métallique épousant la forme
d’ine impression conductrice, ou
dune partie d’impression conduc-
trite préalablement réalisée.

=}

Rdserve de soudure

Prpduit de revétement résistant a la
chileur, appliqué sur des zones dé-
tefminées d’une carte imprimée
avant soudage pour empécher le dé-
pdt de soudure sur ces zones durant
le§ opérations ultérieurs
ddge.

Squdage par

Realisation d

Fusion(d’w
syr.une image

revéteinent métallique

uctrice (en géné-
étain électrodé-

posé) suivie d’une solidification.

Note. — Quand on utilise ce procé-
dé, on peut enlever une
partie du dép6t métallique
ou le garder intégralement.
Pour différencier ces deux
méthodes, on utilise res-
pectivement les termes
«fusion mince» et «fu-
sion épaisse». En consé-
quence une carte impri-
mée sera «a revétement
fondu mince» ou & «revé-
tement fondu épais».

Overplate

previously formed cond
tern or part thereof.

flowsoldering

e making of a solder joint by the
melting of solder coatings already
on the constituent members of the
joint.

Fusing

Melting of a metallic coating (usual-
ly electrodeposited tin or tin-lead)
on a conductive pattern, followed
by solidification.

Note. — When the fusing process
applies, this process can
remove part of the metal-
lic coating or leave it in
the same quantity as elec-
trodeposited. The two pro-
cesses are distinguished re-
spectively by the terms
“thin fusing” and “thick
fusing”. Consequently, the
printed board will be thin
fused or thick fused.

u}nounmuﬁ

METAIIIIECKOe
la HA yXe mpo-
PUCYHOR WM HA 4acTh

Pe3ucruBHan MacKp Jia NaiKku

Tennocroiikoe pP¢3UCTUBHOE IO-
KPBITHE, HAHOCKM(e Ha n3bpanubie
YMaCTKY IEYaTHOH MJIaThl IJsSI UX
3aIUTEI BO BpEMs1 [Iponiecca NaiKy.

INaiika onJaBxeHHEM

O6pa3oBaHue MasHOTO COEAUHEHMUS
nyTeM pacIuiaBa |IOKPLITUST IIPH-
nost, y’ke UMEIOUIGrocsi Ha COCTaB-
HBIX YaCTSX COCAMHEHNsI.

OnnaBjienne

INpouecc pacniiagiieHdss METAJLIH-
Y4ECKOI'O INOKPHITHH (OOBIMHO 3JIeK-
TPOOCAXKIEHHOTO PIIOBA HJIA OJIO-
BA/CBUHIIA) HAa IPOBOSILIEM pPH-
CYHKE C MOCIEIYIOHIUM OTBEpXK/e-
HUEM.

Tlpumeuanne. — B nponecce
OIUTABJIEHHS] YaCTh METAJIJIMYEC-
KOTO TOKPLITHS MOXET ObITh
YAAJICHA WITH €70 KOJIMYECTBO OC-
Taercsi 0Oe3 usmenenus. Coot-
BETCTBEHHO J[BA MPOIIECCa Pa3in-
yarorcss TepMuHamu  « Tonkoe
omasnenue» u  «Toncroe
OITABJIEHHE ».
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04-36

04-37

04-38

04-39

04-40
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Nivelage de brasure

Redistribution et/ou enlévement
partiel de brasure fondue (indépen-
damment du procédé utilisé et de la
composition de la brasure), sur une
carte imprimée, en appliguant une
chaleur suffisante et une force mé-
canique.

Note.— Le méme agent peut ap-
porter en méme temps la
chaleur et la force mécani-
que: Cest le cas d’un cou-
rant violent d’huile chaude
ou d’air chaud. Voir aussi
«Nivelage a air chaud ».

— 23 —

Solder levelling

Redistribution and/or partial remo-
val of molten solder (independent
from method of application and
composition of the solder) from a
printed board by applying sufficient
heat and mechanical force.

Note. — Heat and mechanical
force may be applied by
the same medium, e.g., a
forced stream of hot oil or
hot air. See also “Hot air
levelling”.

Bblpannunanne npunos

IlepepacnpeneneHue - YacTHI-
HOE YyHOaJleHHe PaclaBIEHHOTO
MpUIIosi (He3aBHCUMO OT METoHa
HaHECEHHS U COCTABA TPUIIOA) C 10~
BEPXHOCTH IEYATHBIX IUIAT HArpe-
BOM W MEXAaHHWYECKHM BO3AEHCT-
BHEM.

Ipumeqanme. — Harpes u mexa-
HUYECKOe BoO3deHcTBHE MOTyT
ObITh TIPEMEHEHBI ONHOBPEMEH-
HO, HaImpuMmep, ¢ IOMOILbIO
CTPYH ropsiyero Maclia Uiy rops-
4ero BO3IyXa NOJ BbICOKHM IaB-
nenueM. CMmoTpu Takke «Bel-
paBHUBaHHE CTpyell ropsyero

BO37yXa».

Nivelage a Pair chaud

Cette expression est communément
utilisée avec deux significations :

a) Nivelage de brasure ou 'on uti-
lise Pair chaud pour apporter a
la fois la chaleur et la force mé-
canique.

b) Comme a) mais réalisé en recou-
vrant préalablement toutes les
zones brasables de la carte im-
primée avec de la brasure fon-
due en excés.

Soudage simultané

Hot air levelling

This term is in common
two meanings :

a) Solder levelling

ethod ef soldering in which many

ints are made in the same opera-

Surface mounting

Electrical connection of compo-
nents on the surface of a conductive
pattern without utilizing component
holes.

e cTpyeit ropsvero

CIIOJIB3YeTCsl B IBYX

BLIPABHUBRHNE IPUNOST CTpyeH
OpsSIYEro Bo3jyxa MyTeM Harpe-
Ba ¥ MEX{HHYECKOTO BO3JICHCT-
BHSL.

b) TO Xe, UTQ U B @), HO IIPH 3TOM
JI0 3TOTO [IOKPBIBAETCS BCA I10-
BEPXHOCTH TEYATHOH InaThr
HU3OBITOYHPIM KOJMYCTBOM pac-
[JIABJIEHHPrO NPHIIOS.

I'pynnoBas npiika

MerTon naiiki, npu KOTOPOM 3a OX-
HY OIEepaLyio BBIIOJHSIOTCS HEC-
KOJIBKO COC/IfIHEHHIA.

MoHTax Ha IOBEPXHOCTH

DNEeKTpUUECHOoe COEIUHEHUE 3Iie-
MEHTOB Ha IJOBEPXHOCTH IIPOBOJSI-
INEFO PHCYHKA 6€3 UCMOJIL30OBAHHA
MOHTAHOI'O| OTBEPCTHSL.

Brasage en phase vapeur
(brasage par condensation)

Technique de refusion de la brasure
dans laquelle la brasure est fondue
grice a Iénergie apportée par la
condensation de la vapeur utilisée.

Brasage par condensation

(Voir 194-04-39 Brasage en phase
vapeur).

o
\

Vapour phase soldering
(condensation soldering)

Reflow soldering technique where
the solder is fused by the heat ener-
gy released when the vapour con-
denses.

Condensation soldering

(See 194-04-39 Vapour phase sol-
dering.)

Iaiika B napoBoit ¢aze
(maiika npM KOHEHCAUNM NAPOB)

TexHonorusi MaWKU OIJIABIICHUEM,
KOTJIa IIPHUIIOF OINIaBJIseTCs 3a cUeT
TEIUIA, BBIAEISEMOTO NpH KOHIICH-
calluy Mapos.

INaiika npn KoHaeHcanuu Napos

(Cmotpu Tepmun 194-04-39 «naii-
ka B napoBoil dasze»).
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05-01

05-02

05-03

05-04

05-05

Essais — Controle

Carte de production

Toute carte imprimée fabriquée se-
lon les plans de détail, les spécifica-
tions applicables et les prescriptions
de l'acheteur, et faisant partie d’un
lot de production.

Carte pour essai

Carte imprimée convenant pour la
détermination de I’acceptabilité de
la carte, ou d’un lot de cartes, et qui
a été fabriquée suivant le méme

— 24 —
Inspection — Testing

Production board

Any printed board manufactured in
accordance with detailed drawings
and applicable specifications and
purchase requirements and which
has been manufactured in a produc-
tion batch.

Test board

A printed board suitable for deter-
mining acceptability of the board or
of a batch of boards produced with
the same process so as to be repre-

194(3) © CEI

ITpoBepka. UcnbiTanne

Cepuiinan neyaTHas niara

JIrobasi mewaTHas niata, U3TOTOB-
JIEHHAsi B COOTBETCTBUH C MOIPO6-
HBIMH  4YEpTeXKaMM, HPHHATHIMU
TEXHHYECKHMH YCJIOBUSIMH W Tpe-
OOBaHUSMH 3aKa34MKa, ¥ B3sITas] U3
CEpUHHON MapTUM 3HAYNTEJBHOTO
pa3mepa.

UcnbiTaTennHasn nevarHas mjara

IMeyarnast nuaTa, HOPUTOAHAS IS
OnpeAeIcHUsT NIPUEMIIEMOCTH ILIa-
THI UM DAPTHH IUIAT, H3rOTOBIIEH-
npucyieMy ce-

progédé de fagon a é&tre caractéristi-
que| de la carte de fabrication.

Impgression pour essai

Impression  conductrice  utilisée
poyr réaliser un essai.

Ung impression pour essai peut étre
constituée de:

— pune partie d’impression conduc-
trice d’une carte de production
et utilisée dans I'application de
cette carte imprimée),

ou

— [une impression conductrice spé-
ciale particuliérement congue et

sai peut étre sit

— [sur une €
(par exemplg
carte imprimée

Impreéssion pour essai compose

sentative of the production board.

Test pattern

A conductive pattern used
rying out a test.

est coupon (i.e., a portion
of a printed board or a panel
gsually cut off prior to using the
printed board.) (See also Sub-
clause 05-05),

on a separate test board (see also
Sub-clause 05-02).

Composite test pattern

pHCYHOK
CYHOK, He-
bIii JUJIS IJPOBECACHUST HC-

HcnblTafelbHblil  pHCY-
HOX MOXET COCTOS T U3 :

YaCTH TPOBOISLETO PUCYHKA
Ha cepuiiHON Tujate (SBISIOLLE-
rocsi COCTaBHOM HaCTbIO NaHHON
MeYaTHOH IIATHY),

uin

— CHeHHaJIbHOTO [UCYHKA, paspa-
60TaHHOro WY IMOATOTOBJIEH-
HOI'0 TOJILKO JJ14 UCIIBITAHUS.

CrempsuibHBIH  PUCYHOK  MOXHO
PaCIIOJIOKHUTh ©

— Ha TECT-KyNOHe| (T.e. Ha 4YacTH
MeYaTHOH MIATHl MJIM 3aroTOB-
KH, OOBIMHO OT[e3aeMoit nmepen
HUCTIOJIB30BAHUEN NeYaTHOM
nnaTel (cMoTpu L. 05-05),

17R1058

— Ha OTAEeJBLHOH TPeT-miaTe (cMo-
TpH Taxxe ILI. (J5-02).

CocTaBHO# UCTIBITATEILHBIH

Combinaison de deux ou plusieurs
impressions pour essai.

Note. — Une impression pour essai
composé est en geénéral
implantée sur une carte
pour essai.

Eprouvette

Partie d’'une carte imprimée utilisée
pour déterminer l'acceptabilité de
celle-ci.

Combination of two or more differ-
ent test patterns.

Note. — A composite test pattern is
usually located on a test
board.

Test coupon

A portion of a printed board used
to determine the acceptability of the
board.

PUCYHOK

Kombunanust JByx uma  6oiee
Pa3sNMYHBIX HCHLITATENBHBLIX pH-
CYHKOB.

Tlpumevarnne. — CoOCTaBHOM HUCIIBI-
TATEJIbHBIH PUCYHOK  OOBLIMHO
pacroaraeTcs Ha TeCT-IUIaTe.

Tect-kynon

Yacte 1meuaTHOH  mIaTel, HC-
MoJib3yeMasl [JIs1 OMpencliCHUsT ee
TIPUEMIIEMOCTH.
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05-06

05-07

05-08

05-09

05-10

05-11

05-12

05-13

Bosse

Protubérance a la surface de la
feuille métallique.

Enfoncement

Dépression dans la couche conduc-
trice ne traversant pas entiérement
celle-ci.

Pigiire

Trou minuscule traversant la
couche ou 'impression conductrice.

— 25 —

Bump

Protuberance on the surface of the
metal foil.

Indentation

A depression in the conductive
layer that does not penetrate en-
tirely through it.

Pin-hole

Minute hole through the conductive
layer or pattern.

BhInyxocTh

Bo3BBILIIEHNE HA MTOBEPXHOCTH Me-
Talau4eckoil Gposbru.

Bmsaruna

VYrnybnenue B npoBOMSILIEM CIOE,
KOTOPOE IIOJIHOCTHIO HE IPOXOIUT
uepes Hero.

Toueunoe oTBepcTUe

Manennkoe OTBEPCTUC B ITPOBOMSI-

ATENINGIIOE MJIM PHCYHKE.

Inclusion

Particule étrangére dans la couche
conductrice ou la métallisation et/
ou dans le matériau de base.

Transfert de traitement

Traces du traitement effectué sur la
feuille de cuivre restant sur la sur-
face gravée du matériau de base.

Courbure (ciitrage)

Inclusion

Foreign particle in the co
layer of plating and/or 1t
material.

rexMétreaks on the surface
{ the base material after
the conductive foil has
been removed by etching.

Blister

Under consideration.

Bow

WHopeuupst HacTuna B npoBOAsS-

ocayleHuy U/{Id B MaTepuane oc-

Ilepenoc oGpaporku

Crnensl 06paboTru MeaHoR (obry,
OCTaBJICHHBIE | HA MOATPABICHHON
TIOBEPXHOCTH fIO/IIOKKH.

Ipumevanne.| — TlepeHoc obpa-
OOTKH BBIIENISACTCH B BUIE 4ep-
HBIX, KOPUYHEBBIX VJIH KPACHBIX
HIOJIOC Ha NIPBEPXHOCTH MaTepHa-
Jla OCHOBaHHs IOCIE YIAICHHS
OPOBOASIIEH ((HONBIH  TpaBJe-
HUEM.

Banyrue

Ha paccmoTpgruy.

N3rn6 neqa'rqoifl naATbY

Défaut de planéité d’une carte, ca-
ractérisé par une déformation gros-
siérement cylindrique ou sphérique
telle que, si la carte est rectangu-
laire, ses quatre angles soient situés
dans le méme plan.

Vrillage

Déformation d’une plaque rectan-
gulaire, telle que l'un des angles
n'est pas dans le plan des trois
autres.

Deviation from flatness of a board
characterized by a roughly cylindri-
cal or spherical curvature such that,
if the board is rectangular, its four
corners are in the same plane.

Twist

Deformation of a rectangular sheet
such that one of the corners is not in
the plane containing the other three
corners.

Hedopmanus, XapaKTepu3ylo-
wiasicss rpyObIM  IIUTMHAPHIECKAM
U chepudecKuM HCKpHUBJIEHHIEM
T4KUM 00pa3oM, 4TO €CIH IulaTa
NPSIMOYTOTBHASI, TO €8 YEThIPE Yria
HAXOJATCH B OJHOM MIIOCKOCTH.

Cxpy4uBaHue ne4yaTHoi miIaThl

Jedopmanust, 3axnrouarorasics B
OTKJIOHEHHH YTJia IPSIMOYTOJILHOTO
JIICTA OT TUIOCKOCTH, B KOTOPOH
HAXOMSATCSI OCTaJIBHBIE TPHU yIJla.
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05-14

05-15

05-16

05-17

05-18

05-19

05-20

Epaisseur de la carte

Epaisseur du matériau de base mé-
tallis¢ ou de la carte imprimée y
compris la ou les feuilles conduc-
trices, mais a I’exclusion des métal-
lisations additionnelles (voir aussi le
paragraphe 05-15).

Epaisseur totale de la carte

Epaisseur du matériau de base mé-
tallis¢ ou de la carte imprimée y
compris la ou les couches conduc-
trices et la métallisation supplémen-
tajre—o e—revétement—{aisan

rtie intégrante de la carte impri-
mpe.

Cpulée de résine

Fluage de la résine du matériau de
bgse sur la surface ou la tranche de
I'impression conductrice.

Cpncordance

Digré de conformité dé\a positid
dlune impression, op_portion d’im-
piession, 4 la positig

a[la position de tor

ipn située

w

hstille,

— 26 —

Board thickness

Thickness of the metal-clad base
material or printed board including
the conductive layer or layers but
excluding additional platings (see
also Sub-clause 05-15).

Total board thickness

Thickness of the metal-clad base
material or printed board including
conductive layer or layers and in-
cluding additional plating and other

o the rinted bard.

Resin smear

intended position or
other pattern of the print-

Hole breakout

Condition in which a hole is not
completely surrounded by the land.

194(3) © CEI

Tomumuua meYaTHOM MIATH

Tonmuaa $HoALIPOBAHHOIO MaTe-
puaia OCHOBAaHUs WIM HEYaTHOH
TJaThl, BKJIOYas  MPOBOJALAH
CIIOH, HO HCKJIIOYast NONOJIHHUTENb-
HOE ocaxaeHMe MeTamna (cMm.
TaKKe MOAIyHKT 05-15).

CymMMapnas TOJHIMHA ne4aTHo#
ATl

TosmuHa GHoaBrAPOBAHHOTO MaTe-
puana OCHOBAHWS WIU [EYATHOU
IIaTel, BKIIIOYasl HOPOBOIALIMA
CJIOH_UJIM CJIOM, IOIOJHUTEIBHOE

& UI4-FATILBAHINYECKOE U
rust, KOTOpBIE
BHOW YacThlO Tie-

TeKaHHe CMOJIHI U3 Marepuaia
CHOBaHHsI HA IIOBEPXHOCTD UM Ha
Kpail IpoBOSILETP PHCYHKA.

CoBMelenue

CTeneHb COOTBETCIBHST PACTIOIONKE-
HUSI PHCYHKA UIIM $TO YacTH C Ipej-
MOJIAra€MbIM €r'0 | pacroioxKeHreM
MU C KaKUM-JIHOP IPYruM pPUCYH-
KOM HEYaTHOM MII§ThL.

Boixon 0Tnepc*m::laa Kpait
KOHMTAKTHOI nJowjagKu

Tlonoxenue, Npu KOTOPOM OTBEpPC-
THE HE MOJHOCTBID OKPYXEHO KOH-
TAKTHON TOmIangoi.

Manque

Absence de dépdt d’un produit 4 un
endroit déterminé.

Précision du trace

Degré de fidélité des bords de I'im-
pression au cliché de production.

Void

Lack of deposition of a substance in
a localized area.

Definition

Degree of conformity of the pattern
edges with the production master.

PaxoBuHa

YacTuyHOE OTCYTCTBHE HAHECEHHO-
TO BEUIECTBA HA OIPEHNCICHHOM
yJacTke.

YerkocTh Kpaes

CrTeneHb COBMEILEHUSI KPaeB pu-
cyHKa ¢ pabouuM ¢oToiabioHoM.
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05-21

05-22

05-23

05-24

05-25

05-26

05-27

05-28

Distance de bord

Distance entre les bords d’une carte
imprimée et une impression ou/et
des composants.

Largeur contractuelle

Largeur d’un conducteur spécifiée
par accord entre acheteur et fabri-
cant.

Intensité maximale admissible

Largeur du conducteur

Largeur mesurée d’un conducteur
lorsqu’on I'observe perpendiculaire-
ment en n’importe quel endroit, pris
au hasard, de la carte imprimée
préte a étre livrée.

On ne tiendra pas compte des im-
perfections, telles qu’entailles, pi-
qires ou rayures, tolérées par la
spécification particuliére.

— 27 —
Edge distance

The distance of a pattern and/or
components from the edges of the
printed board.

Design width of conductor

The width of a conductor specified
and agreed between purchaser and
manufacturer.

Current-carrying capacity

Maximum current that can be con-
tinuously carried through a conduc-
tor under specified conditions.

Conductor width

pasing_‘between adjacent edges
(net centre line to centre line) of
copdluctors on a single layer of the
printed board.

Conductor thickness

Thickness of the conductor includ-
ing additional metallic coatings (but
excluding non-conductive coatings).

Paccrosinne o1 Kpasi neuaTHoi
IIAThI

Paccrostnue puCyHKA W/HIH 3lI€-
MEHTOB OT KpaeB evyaTHON NaThl.

Pacuernan IIXMPUHA NMPOBOAHHKA

Hlupyna npoBOAHUKA, OrOBOPEH-
Hasl W COTNIACOBAHHAS  MEXIY
3aKa34MKOM U M3rOTOBUTEIEM.

JomyctuMas Harpy3ka TOKOM

MaxkcuMalbHblif  TOK, . KOTOPbIH
KaTh 110 TPOBOIHUKY
HBIX YCJIOBUSIX.

BOHHKA

CBEPXY 1MpUHA NPOBOA-
B GO0 TPOU3BOJILHON
€ Ha MEeY4THOM IuiaTe, TOTOBOH

Cyxenusi TIPYBOAHUKOB, TOYEYHBIE
OoTBepCcTMsl WU LAPAIiHbl, JOIyC-
KaeMble YaCTHBIMHU TEXHHYECKUMMU
YCIOBUSIMH, BO BHMMAaHME HE TIPH-
HUMAKOTCS.

Paccrosnue Mexay
TIPOBOHUKAMH

Paccrosinve | mexay coceaHHMHU
KpasiMu TIPOHOHHKOB Ha cjioe (HO
HE MCKLIEHTPOBOE PACCTOSHHUE).

Toummna NpeBOAHMKA

ToyuHa NPOBOOHMKA, BKIFOUAsI
IOTOJIHATEJIHHBIE  METAJINYECKUE
noKpbITHs (Ho 6e3 HEelpOBOMSIIIMX
MOKPBITH).

Excroissance

Accroissement de la largeur du
conducteur sur un bord, produit par
le dépot électrolytique, par rapport
au cliché de production ou par rap-
port & la réserve (voir les figures 3a
et 3b).

Gravure sous-jacente

Rainure ou affouillement d*un bord
de conducteur causé par la gravure
(voir.les figures 4 et 5).

Outgrowth

Increase in conductor width at one
side of a conductor, caused by plat-
ing build-up, over that given in the
production master or by the resist
(see Figures 3a and 3b).

Undercut

Groove or excavation at one edge
of a conductor caused by etching
(see Figures 4 and 5).

Pa3pacranne

VBenmuueHHe IHPUHBI NPOBOJHUKA
Ha OAHOH CTOpOHE, BbI3BAHHOE
[POLIECCOM  AJICKTPOXUMHUUECKOTO
WUIM XUMHYECKOrO HapalnBaHMus,
O OTHOMIEHUIO X pabouemy ¢oTo-
1abioHy WM Pe3UCTHBHOMY IIO-
KpBITHIO (CM. puc. 3a u 3b).

INonTpaBimBaHue

Kanapka unu BbieMKa y OJHOTO
Kpasi IPOBOJIHIKA, BbI3BAHHAS [IPO-
LeccoM TpaBiieHust (cM. puc. 4 u 5).
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Revétement métallique
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Largeur du conducteur
Conductor width
Ilupuna IpoBOAHUKA .
Largeur du conducteur indiquée

sur le cliché de production

Conductor width as in production master

—
el

e
S
) oo

Plating -t - HlupnHa mporofHUKa 110 pabouemy
Ocasspienne MeTaIIA \ doromabiony
Réserve
Resist = Feuille métallique
Pesucr !
/////////// Metal foil

Matériau de base VA\\ ~ - \ — Merannuueckasa doabra
Base material —— \K\\\ S C
Matepuan oCHOBaHUS ’Y‘f\‘ S BSOS OSOS OSOSOUSOSOSTS TS

Excroissance

—| -~ Qutgrowth
Paspacranne
171475
FiGURE 3a. FIGURE 3a. 3a.
(Procédé soustractif) (Substractive process) {i ipotiecc)

Largeur du conducteur
Conductor width
1lInpuHa npoBOgHMKA

Revétgment métallique
Platina

ddcteur lndxquée

idth as in production master
POBOJHNKA 10 HaboueMy

Matériaj de base

OQcassfieHne MeTaJLIa \

Réserye

Resisf ———————

Peaucr ST
SOSo SN
PR NN
SN AN

FIGURE 3b.
{Additive process)

Overhang

Sum of outgrowth and undercut
(see Figure 5). If undercut does not
occur, the overhang is the out-
growth only (see Figures 3a and 3b).

‘Base material
MaTtepupn oCHOBaHUs

172{75

PI/IcyHOJ 3b.

(AnnuTuBHBLH| potiece)

Hamucauue

CyMMa pa3pacTaHufl v OATPABIIU-
Hust (eM. puc. 5). Ilpu orcyrcreun
HMOATPABJIMBAHUSI HABUCAHUE COC-
TOUT U3 OJHOTO paBpacTanus (CM.
puc. 3a u 3 b).

Réserve organique
Organic resist

Opraunueckuit pesucr \

Largeur du conducteur indiguée

sur le cliché de production

Conductor width as in production master
Ilrpyra npoBofHNKA 1O paGoyeMy

doromabiony
(i
Conducteur
Conductor -
IIposopnuk »
posox N A L \\\\j‘f‘\ ‘\\‘\\‘\\f\\\ NS CS Matériau de base
e SO TN OO - Base material
AN N NN AN 0. N N . L N T . . N N .

Martepuasl ocHOBaHHUSA

Gravure sous-jacente

-u— Undercut

¥

IloprpasnuBanme
173/75

FIGURE 4. — PucyHox 4.
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05-30

05-31

05-32

05-33
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Largeur du conducteur
Conductor width

IMupuna nposofHuKa Largeur du conducteur indiquée

Revétement métallique —- L sur le cliché de production
Plating = Conductor width as in production master
Ocampenue mMeramia \ g - IMnpuHa NPOBOAHUKA 0 paboyeMy
doromabmony
Conducteur
Conductor
IIposopnuk -
o= NS SN S SO S SN Matériau de base
o e S S S OSSOSO oS S S T--———————— Base material
AR UAN SO S S S S SN SN
P —— MaTtepuan ocHOBaHus
Gravure sous-jacente
Undercut -
Hoxrpasausauue Excroissance
Outgrowth
Surplomb Paspacraune
Overhang - ~— RN
HaBucanne

Force d’arrachement

Force, perpendiculaire 4 la carte
imprimée, nécessaire pour séparer
du matériau de base la paroi métal-
lique d’un trou métallis¢ dépourvu
de pastille.

Dégazage

Emission de gaz ou de yapeur d’une
carte imprimée quapd elle es

d’air ou a la ¢
actions.

Crateére

a paxoi du trou métallisé.

FIGURE 5. — PucyHnox 5.

Pall-out strength

Blow hole

A plated-through hole showing the
effect of outgassing.

Note. — The outgassing may occur
" from the metallization or

from the base material
through the metallization

of the plated-through hole.

174/75

Ha|BLIPhIB

, TeprieHaUKyJsSipHasi IreyaT-
HOJA n1aTe, HeqOXomumast 11 OTAe-
JICHUS crioft MeTaJTN3aIIK
CKBO3HOTO  MeTaJUIM3MPOBAHHOTO
oTBepcTuss Oep KOHTAKTHOI IIO-
IAIKA OT MaTepualisi OCHOBaHUSI.

TazoBLIaeEHYE

Beinenenue raga wnm napa ¢ revat-
HOM maThl, [KOTJla OHA IIOABEp-
raeTcst BO3NEUETBUIO MOHMKEHHOrO
IaBJIeHUs] BO3fiyXa WM TeIUla MIIu
TOTO M IPYToi.

Iazsimee orBeperHe

CkBO31HOE M€ JIM3UPOBAHHOE OT-
BEPCTHE, U3 KPTOPOTrO IIPOUCXOIUT
Ta30BBIZICIICH

Ipumevanne.| — TazoBblaeseHue
MOXET MPOPCXOMUTH M3 MeTas-
JM3aluy Wiju U3 MaTepuala oc-
HOBaHUsl 4fpe3 METAJLIMYECKOE
[IOKPBITHE | CKBO3HOTO  MeTaJ-
JIM3HPOBAHHOTO OTBEPCTHSL.

Délabrement

Situation interne qui se produit
dans le matériau de base dans le-
quel les fibres de verre sont séparées
de la résine aux croisements du tis-
sage, et qui est en général liée 4 une
contrainte d’origine mécanique.
Note. — Cette situation se mani-
feste par apparition de
points blancs ou de croix
sous la surface du mate-
riau de base.

Crazing

An internal condition occurring in
the base material in which the glass
fibres are separated from the resin
at the weave intersections, usually
related to mechanically induced
stress.

Note. — This condition manifests
itself by connected white
spots or crosses below the

surface of the base mate- -

rial.

Huresnanoe notenenne (Kpeizunr)

Hedext BHYTpH Marepuasia OCHO-
BAaHMWsI, BEIDAKCHHBIA B OTJENEHIM
CTEKJ/IOBOJIOKHA OT CMOJIBI B MECTaX
HepenseTeHns HUTeld TKaHH, OObIY-
HO TO BO3JCHCTBHEM MeEXaHU1ec-
KOH Harpysku.

Iprmevanne. — Jaunpiil nedext
[IPOSIBJISIETCS] B BHUIE CBSI3aHHBIX
Oenbix IATEH WIKM MePeKpecTHit
MOJ MOBEPXHOCTHEO . MAaTepHaia
OCHOBaHUSL


https://iecnorm.com/api/?name=036a1417d22aa1368758f4b0a825b666

05-34

05-35

05-36

05-37

05-38

05-39

05-40

Halo

Délamination ou fracture produite
mécaniquement dans ou sous la sur-
face du matériau de base, en général
mise en évidence par une zone
claire autour des trous et/ou des
zones aménagées.

Force d’adhérence

Force nécessaire par unité de lar-
geur pour décoller le conducteur ou
la feuille de la surface du matériau
de base.

— 30 —

Haloing

Mechanically induced fracturing or
delaminating on or below the sur-
face of the base material usually ex-
hibited by a light area around holes
and/or machined areas.

Peel strength

Force per unit width required to
peel the conductor or foil from the
base material.
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Opeoa

[ToceeTyieHus1 HA WK 110 MOBEPX-
HOCTBbIO MaTepuaja OCHOBaHHS,
BO3HUKAIOWIME BOKPYr OTBEPCTHIi
H/WJTH Y4aCTKOB, MOBEPraroLHXCs
MeXaHu4ecKo obpaborke, B
pesyjibrare  pacTpeckHBaHHst 1
pacciioeHusI.

HpO‘-lH()CTb Ha oTC/1adBaHue

Ycuiive Ha eMHHLLY LUHPHHBI, HEO-
6xoaMMoe il OTC/IAaHBaHHs Npo-
BOAHKKA WK GOJILTH OT MaTepla-

Jia OCHOBAHHUSsI.

Dégollement interlaminaire

Séparation totale ou partielle des
coyches élémentaires a Iintérieur
du |matériau de base ou de cartes
imprimées multicouches.

Blanchiment au croisement des fibres

Sitpation interne qui se produit
dans le matériau de base, dans le-
qudl les fibres de verre sont séparées
de[la résine au croisement du tis-
sage, généralement lice a une
conjtrainte d’origine thermique.

Noje. — Cette situation se mani-
feste sous forme/de\petits
points blancs olnde CrQix
sous la surface din maté
riau de base

Mouillage

Vojr Publi CEL

ir Publication6$2-20 de la CEI.

Delamination

Total or partial separation of ply
within base material or multilaye
printed boards.

Measling

Wetting
See IEC Publication 68-2-20.

Dewetting
See IEC Publication 68-2-20.

€ OTIACICHHE
LpHajga oCHOBa-

fiHoi1 neuaTHOIi

IoMeunoe noGenienije (MH3IJIMAT)

Hedext BHYTPH M@TepHAIa OCHO-
BAHUS, BLIPAXEHHBI OTIEIEHNM
CTEKJIOBOJIOKHA OT ¢MOJIbI B MecTax
nepernjereHust HUTEH Tkaui, oOblu-
HO noa BO3IeHCTHHEM Tepiitvec-
KOH HarpyskH.
[1puyieyanite. — Jlanusiii dedext
NpPOABJISIETCA B BHAE OTJEIbHbIX
Oenblx MSATEH I NepeKpecTiiil
N0 TOBEPXHOCTBIO MaTepHala
OCHOBAHMSI.

CwvaunBanue

(Cmotpu [Nybnukahuio MDOK 68-2-
20) :

JecviaunBanue

(CMmotpu IMybaukapinio MK 68-2-
20)

Non-mouillage

Voir Publication 68-2-20 de la CEL

Non-wetting

See IEC Publication 68-2-20.

HecvaunBanne

(Cvotpu [lybnnkauito M3K 68-2-
20)
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Schéma de principe du circuit
Circuit design
HoHcrpyKIusa cxeMur

Etude du circuit
Circuit design
HoHceTpyKImua cxemst

Dessin de disposition
Lay-out sketch
CxeMa pasmelueHns

Etude de la carte
Board design
Houcrpyriusa marst
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Dessin modéle
Artwork master
UpHTAHAT (
N

Y <\

Outillage ¢
Artwork
Opurusajy

Cliché de produgtion
4 image multiple
Multiple imagle
production magter
TpynnoBoit goronfabnoxn

e e e e e e s e — — ] — s b . it i St S S e e

x N ‘
wde rMon simple Flan de production multiple
Single preduction board

Has IIaTa

Multiple printed panel

PpyHHOBaH TIeYaTHAs [3aroTOBKa

Fabricatign d'apré@ \/\
les plans|de fabricatio
Manufacturing accor;

to manufacturing

drawing($)
Hasrorors
CTBUH C ]
CTBEHHEL

Carte imprimée
Printed board
Tlewarnas nmaara

T pe— A e e e e —— e e e e e ey e ) e . e s e — —— — ——f—————— .

Assemblage Carte imprimée équipée
Assembly Printed board assembly
Ve Ilevarnniit yaex
175(75
FIGURE 6. FIGURE 6. Pucynor 6.

Daxrmuecrasa TeXHOJIOIU-

Diagramme simplifié.
Suivant les méthodes de
conception et de production
réellement wutilisées, le dia-
gramme exact peut &tre
différent.

Simplified flow chart.
Depending on the actual
design and manufacturing

methods used, the actual flow
chart may deviate.

YECKAA CXeMa MOMKET MaMe-

HATHCA B BABHCHMOCTH OT

($aKTAYECKOTO UepTema u
MeTO/|a MBTOTOBIEHNUA,
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Barre de métal

Bosse

Carte de prodyetion
Carte imprim4

Carte imprimde double face rigide
Carte impriméde équipée
Carte imprimde flexorigide

1EC
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Carte imprim
Carte imprim
Carte imprim
Carte imprim
Carte imprim
Carte imprim
Carte imprim
Carte mére .
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Cintrage (voi
Circuit imprif
Cliché de pro
Cliché de pi
positif) . |
Cliché de pro|
Cloque
Composant i

e multicouche rigide
e rigide
e simple face
be simple facerigide . . . . . .. ... ..
besouple . . . ..o o

be souple double face
be souple multicouche . . . . .. ...
Ee souple simple face
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Composants pur bande .\,

Concordancg
Conducteur
Conducteur g
Conducteur 3
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Grille fondamentale (voir : Grille)
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